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Von Verschiebungen und Versprechungen

Das war kein schénes Quartal, nicht fiir Intel und schon gar nicht
fir AMD. Und wéahrend Intel sich doch so langsam vom Moore’schen
Gesetz verabschiedet, tonen IBM, Samsung und TSMC noch weiter.

einen Umsatzriickgang von 4,6 Prozent

musste Intel schlucken, vor allem die PC-
Sparte brach kréftig um 14 Prozent ein. Allein
die konkurrenzlose Datacenter Business Unit
scheffelt mangels groBerer Konkurrenz Geld
nahezu nach Belieben und erbringt nach
einem erneuten Zuwachs von 10 Prozent mit
3,9 Milliarden US-Dollar schon mehr als die
Halfte des traditionellen PC-Kerngeschifts
mit 7,5 Milliarden. Das musste der Chefin die-
ser Unit, Diane Bryant, reichlich Riickenwind
geben, um als Nachfolgerin der Prasidentin
René James hoch gehandelt zu werden, so-
bald James die Firma Anfang nachsten Jah-
res wie angekiindigt verldsst.

Letztlich ist es trotz 3,2 Prozent Riickgang
mit 2,7 Milliarden Dollar immer noch ein
durchaus erklecklicher Gewinn, auch wenn
es das schlechteste zweite Quartal seit funf
Jahren ist. Bei AMD sieht das alles viel drama-
tischer aus. Der Umsatz ging weit starker zu-
riick als befiirchtet, insbesondere bei Prozes-
soren und Grafikkarten fiel er um 54 Prozent
auf nur noch 379 Millionen Dollar. Die Spiel-
konsolen kdnnen das zwar ein bisschen ab-
mildern, ihr Markt von inzwischen 563 Mil-
lionen hat aber auch um 8 Prozent nachge-
lassen. Als Nettoverlust musste AMD 181 Mil-
lion Dollar (im Vorjahr 36 Millionen)
ausweisen. Der Aktienkurs gegentiber dem
vor einem Jahr liegt zum Zeitpunkt des Re-
daktionsschlusses mit 1,8 US-Dollar gerade
mal noch bei der Halfte, die Marktkapitalisie-
rung bei 1,4 Milliarden. Da muss man sich
echt Sorgen machen.

Aber auch bei Intel lduft es mit der Zu-
kunftsplanung holprig. Mit der Verschiebung
des geplanten 10-nm-Prozesses von 2016 ins
zweite Halbjahr 2017 muss sich Intel doch so
langsam vom Moore’schen Gesetz verab-
schieden. Bei der Erkldrung der nicht ganz so
optimalen Quartalsergebnisse hat Intel-Chef
Brian Krzanich jetzt das offiziell zugegeben,
was an dieser Stelle schon mehrfach unter-
stellt wurde: aus Tick-Tock wird Tick-Tock-
Tock. Statt der Cannonlake-Generation aus
der 10-nm-Fertigung kommt im zweiten
Halbjahr 2016 erst einmal nach dem Broad-
well und dem Skylake ein weiterer 14-nm-
Chip mit neuer beziehungsweise verbesser-
ter Architektur, der Kaby Lake. Viel Neues
kann man von Kaby Lake dabei nicht erwar-
ten, das durfte eher ein Skylake-Refresh sein,
so wie wir es bei Haswell mit dem Devil’s
Canyon ja auch schon erlebt hatten.

Kaum zieht Intel etwas zurlick, prescht IBM
lautstark vor, namlich bereits mit 7-Nanome-

ter-Technik. IBM verriet allerdings nur wenige
Details und gab keine Zeitvorstellungen. Zu-
sammen mit der von IBM Research gefiihrten
Forschungsallianz mit dem Auftragsfertiger
Globalfoundries, der Chipsparte von Sam-
sung und dem College of Nanoscale Science
and Engineering (CNSE) an der Uni Albany im
Bundesstaat New York baute man einen Test-
Chip mit funktionsfahigen Transistoren, bei
denen Silizium-Germanium (SiGe) im Chan-
nel zum Einsatz kommt. Belichtet wurde
dabei mit Extrem-UV-(EUV-)Lithografie. Fur
Einzelexemplare ist das schon langer mach-
bar, das Problem ist die Massenfertigung.
Bisherige Rekorde von TSMC mit dem
NXE:3300B EUV von ASML mit bestenfalls
13,5 nm Auflésung liegen bei 90 Watt EUV-
Lichtleistung. Damit kommen sie auf 1000
Wafer am Tag. Etwa 1500 Wafer pro Tag sind
fur eine produktive Massenfertigung nétig.
TSMC ist zuversichtlich: ,Wir starten die Risi-
ko-Produktion mit 7-nm-Technologie Anfang
2017." Zundchst einmal erwartet man aber
die Test-Produktion von 10 nm vermutlich in
klassischer 193-nm-Laser-Immersions-Technik
noch bis Ende dieses Jahres. Allererste Proto-
typen hat TSMC schon im Juni, drei Wochen
nach den ersten 10-nm-Chips des Konkurren-
ten Samsung, herumgezeigt. Doch zu sehr
sollte man den vollmundigen Versprechun-
gen nicht trauen. Nachher folgen dann doch,
wie bei Intel jetzt, kleinlaute Verschiebungen.

OPA in Action

Apropos Versprechung: Den Xeon Phi x200
(Knights Landing) hat uns Intel noch bis spates-
tens Jahresende Weil3 auf Blau versprochen. 50
Partner wirden mit Intel zusammenarbeiten,
mindestens einer davon soll noch dieses Jahr
ein kommerzielles Produkt liefern kdnnen, wer
mag wohl der Auserwéhlte sein?

Die Servergemeinde muss jedoch noch
geraume Zeit auf Skylake-EP mit AVX512 und
optional Omni-Path Interconnect warten.
Das kann man einer vor einigen Wochen

IBM Research
und Partner
prdsentieren
den ersten
7-nm-Testchip.
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durchgesickerten Roadmap mit der Purley-
Plattform entnehmen, die fir spéter in 2017
eingeplant ist. Der Kaby-Lake-Chipsatz ist fir
den Einprozessor-Skylake mit dem kleineren
Server-Sockel R ausgelegt. Der gro3ere Bru-
der Skylake-EP besitzt hingegen den Server-
Sockel P. Der diirfte weitgehend sockelkom-
patibel zum Xeon Phi x200 sein. Mit seinen
mebhr als 3500 Pins reicht er flr bis zu sechs
Speicherkandle und kann optional mit Omni-
Path Interconnect laufen. Dem Skylake-EP hat
Intel mit 48 PCle-Lanes dabei mehr gegdnnt
als dem Xeon Phi x200, der sich auf 36 be-
schrankt. Fir Omni-Path werden jeweils 16
PCle-Lanes zu einem Fabric-Port umgewid-
met, viel PCle bleibt dem Xeon Phi bei zwei
Omni-Path-Ports dann nicht mehr.

Die von der eingekauften QLogic- und
Cray-Aries-Mannschaft entwickelte Omni-
Path-Architektur (OPA) verwendet vier Lanes
mit jeweils 25,8 GBit/Lane, kommt also brut-
to auf knapp tber 100 GBit. Die Latenzen sol-
len dabei um Uber 20 Prozent niedriger sein
als bei InfiniBand-eDR.

Intel zeigte auf der ISC'15 (siehe S. 14) auch
erstmals eine Omni-Path-Demo mit drei Xeon-
Phi-x200-Knoten und einigen Xeon-Hosts, al-
lerdings ziemlich verrammelt hinter einer di-
cken Glastur. Nur auf hartnackige Nachfrage
gab man zu, dass naturlich die Xeon Phis nicht
schon mit integriertem Omni-Path-Intercon-
nects auf dem Die aufwarten (KNL-F), sondern
wie die Xeons auch noch mit PCle-Karten lau-
fen. Irgendwelche Performancewerte wurden
nicht ausgegeben.

Intels HPC-Chef Dr. Rajeeb Hazra ging in
seiner Keynote auf der ISC'15 auf solche Fein-
heiten nicht ein, sondern beschéftigte sich
mit den ganz gro3en Themen wie der Kon-
vergenz von HPC und Big Data. Seine Head-
line lautete, fur Nichtprogrammierer etwas
kryptisch: (HPC || Big Data) vs. (HPC && Big Data).
C-Kenner verstehen das zwar, sehen aber so-
fort, der zweite Term steckt ja im ersten
schon drin. Die Frage war also vermutlich
nicht mit || gemeint, sondern mit einem logi-
schen Entweder-Oder. Den zustdndigen
Operator AN gibts in C++ jedoch nicht, den
musste man selber definieren. Die Schlussfol-
gerung von Raj aber ist klar, HPC und Big
Data wachsen mittelfristig zusammen. Spei-
cher und Storage und datenzentrierte Tech-
niken werden dabei immer wichtiger.

Apropos Speicher: Intel hat in oben er-
wahnter Roadmap auch ,Up to 4x the capa-
city & lower cost than DRAM, and 500x faster
than NAND” versprochen, da darf man nun
sehr gespannt sein, was da so auf uns zu-
kommt. (as@ct.de)
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